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Defauts de type « black pad »
sur un PCB

SCIENCE ET
SURFACE

0b'|et . Recherche de I'origine d'un défaut de soudabilité de composants sur un PCB

Technique mise en ceuvre : XPS

v Profil quantitatif de répartition en profondeur
v' Epaisseur des couches: de quelques centaines de nm a quelques pm
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Conclusion :

Le défaut de soudabilité s'explique par un phénoméne d'oxydation du matériau localisé
a l'interface couche d'or/revétement NiP.
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